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EINLEITUNG

ZWECK DER RICHTLINIE

Eine Schimmelpilzsanierung ist eng verbunden mit nisstand wiirde kiinftig sicher zu zielgerichteter
der Sanierung von Wasserschéden und den damit und damit wirtschaftlicherer Sanierung und még-
einhergehenden TrocknungsmaBnahmen. Gleiches licher Weiternutzung von Inventar fiihren.

gilt auf Grund von Léschwassereintrag auch fiir

die Sanierung von Brandschédden. Bereits bei der Die vorliegende Richtlinie gilt der Beurteilung und
Schadenmeldung muss kompetent und qualifiziert ~Durchfiihrung von Sanierungen mikrobieller Scha-
entschieden werden, welche MaBnahmen ent- den in Innenrdumen. Zweck ist die Darstellung von
sprechend den geltenden Richtlinien und Norm- theoretischen Hintergriinden und dem Stand der
vorschriften zu ergreifen sind, um eine fachge- Technik im Umgang mit mikrobiellen Kontaminati-
rechte Sanierung des Schadens durchfiihren zu  onen. Zudem schreibt jie eine einheitliche Vorge-
kdnnen. hensweise vor, die speziell auf die Sprint Sanierung

GmbH angepasst ist, und dient in diesem Zusammen-
Bei der Sanierung mikrabiologischer Schdden in Ja.ug;denr Qualitatssteigerung lD_dELATISfUhrung von
Géb’ciuden sind, abhéngig von de '/jeweiligen Scha-  Sani rljngs%be ten. " ) \
denursache, vielfltige Schadenbilder wie z.B. )
Schimméi‘pilzbildung, Bildung holzierstﬁrénder Pilze| GELTUNGSBEREICH
und Wachstum von Bakterien zu b‘eobacﬁuten. Inder Der Geltungsbereich dieser bezieht sich

Praxis erfolgt die Begu achtung von mikrobiolo- auf die Sanierung mikrobieller Kontaminationen
gischen Sché\den oft rein sensorisch und optisch.  von Innenraumen durch die Sprint Sanierung GmbH.

Aufgrund des unsicheren Befundes werden haufig  Gesetzliche Vorschriften sowie ergédnzende Richt-

ohne Notwendigkeit Ein ichtungén, Lagervorrate linien|und Leitfaden Gffentlicher Einrichtungen wer-

und Baumaterialien entsorgt. Ein besserer Kennt- den weiterhin beachtet.

_

Abb. 1.1. Rasterelektro-
nenmikroskopische
Aufnahme von Stachy-
botrys chartarum
(Quelle: Blei-Institut).
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Bei Schimmelpilzen und Hefen ist zu beachten,
dass einzelne Vertreter noch bis zu einer Tempera-
tur von —18 °C Stoffwechselaktivitdten zeigen kdn-
nen, im Gegensatz kennt man auch Vertreter, die
bei bis zu 60 °C wachsen kénnen. Auch verschie-
dene Bakterien zeigen Wachstumsoptima iiber wei-
te Temperaturbereiche.

SAUERSTOFFBEDARF

Wie auch die Menschen bendtigen die meisten
Mikroorganismen Sauerstoff fiir ihr Wachstum. Ein
kleinerer Teil istin der Lage, auch unter Abwesen-
heit von Sauerstoff zu leben. So werden Mikroor-
ganismen in aerobe (Sauerstoff bendtigende) und
anaerobe (keinen Sauerstoff bendtigende) Orga-
nismen unterteilt, manche sind fihig, unter beiden
Bedingungen ihr Wachstum aufrechtzuerhalten

Pilze wachsen in der Regel unter aeroben Bedin-

n, kommen jed it vergleichsweise
niedriLyenr Sauersfoffko1zentraﬁi0nen iurecht. So
reicht ihnen ein im Ve gleich zu nermaler Atmo-
sphare um etwa 50% gemindertef Sauerstoffanteil
zum V*/achstpm und
ihren eigentlichen Le

Bodenschichten oder Laubstreu zu erklaren, die

zur Vermehrung. Dies ist mit

bensrdumen wie z.B. tieferen

durch intensive Téatigkeit von Mikroorganismen

einen verminderten Sauerstoffgehalt aufweisen

m Phototrophe Bakterien und Algen

Diese Organismengruppen kénnen wie auch die
Pflanzen Energie iiber lichtgetriebene Reaktionen
bereitstellen und auf diese Weise Wachstum und
Vermehrung gewébhrleisten.

OBERFLACHENBESCHAFFENHEIT VON
MATERIALIEN

Die Besiedlung von Materialoberflichen durch
Mikroorganismen ist ursdchlich mit der Beschaf-
fenheit der Oberflichen verbunden. Neben den
Wachstumsfaktoren Nahrstoffe, Feuchtigkeit, pH-
Wert und Temperatur spielt die Beschaffenheit der
Materialoberflache eine zentrale Rolle. Insbeson-
dere Rauigkeit und Porositdt der Oberflachen be-
glinstigen in diesem Zusammenhang das Anhaften
von Mikroorganismen bzw. ihr Eindringen in Materi-

alien. Gerade bei pordsen bzw. rauen Oberflachen,

iLLB_legschéidigten P n und Rigipsmateri-
ien, ist 'as Wachstum von Mikroorganismen in

en Poren und Hohlrdumen dieser Materialien

oglich. Dies hat zur Folge, dass Desinfektions-

onnen und eine Kontamination des Werkstoffes
erbleibt. Gerade in Gebduden kdnnen diese Orga-

W
a
d
m
maRnahmen nicht effektiv durchgefiihrt werden
k
v
nismen bei erneut auftretenden Feuchtigkeits-
S

chaden wieder wachsen und zu Schaden fiihren.

Bakterien sind unter aeroben und anaeroben Ver-
haltnissen anzutreffen.

In Gebduden mit Feuchtigkeitsschaden stellt die
Versorgung mit Sauerstoff im Normalfall kein Hin-
dernis fiir mikrobielles Wachstum dar. Lediglich in
Materialien bzw. Baustoffen kann es zu Sauerstoff-
mangel kommen. Sauerstoffabhéngige Mikroorga-
nismen (die meisten Pilze) dringen daher in der
Regel nur so weit in die Tiefe von Materialien ein,
wie ausreichende 0,-Konzentrationen vorherrschen.

EINFLUSS VON LICHT AUF DAS WACHSTUM VON

MIKROORGANISMEN

m Pilze

Pilze sind generell unabhdngig von Licht bzgl.
Wachstum und Vermehrung. Jedoch kann Licht
verschiedener Wellenldngen Einfluss auf die Mor-
phogenese (Ausbildung struktureller Merkmale)
von Pilzen haben. So kann Licht strukturelle Aushil-
dungen wie die Fruchtkérperbildung, die Sporen-
bildung oder die Bildung von Toxinen beeinflussen.

Daher ist im Einzelfall zu untersuchen, ob eine
Desinfektion der befallenen Oberflaichen méglich
ist oder die Materialien ausgebaut und entsorgt
werden sollten.

HAUPTWACHSTUMSFAKTOREN

VON MIKROORGANISMEN:

m Wasserverfiigbarkeit
m Néhrstoffverfiigharkeit
m pH-Wert

m Temperatur

2.2 SCHIMMELPILZE

In der Mikrobiologie befasst man sich wissen-
schaftlich mit mikroskopisch kleinen Organismen
wie Bakterien, Viren und Pilzen. Der Begriff
L~Schimmelpilz” besitzt keine klare Definition, da
er keine einheitliche systematische Zuordnung er-
laubt. Sie werden dem ,Reich der Pilze” zugeord-
net und zeigen eine extrem angepasste Lebens-
strategie, indem sie kurzlebige Substrate nutzen,
die sie schnell besiedeln und abbauen. Man nimmt
an, dass {iber 200.000 Arten existieren.

Die Schimmelpilze lassen sich nicht in einer Abtei-
lung abgrenzen und in das System einordnen, viel-

|u

mehr ist der Begriff ,Schimmel” eine Trivialbezeich-

nung, die Gblich ist, um ein bestimmtes Bild eines

Befalls fiir Laien zu beschreiben. Die weltweit be-
kanntesten Pilzarten lassen sich in fiinf Abtei-
lungen einteilen:

m Stinderpilze (Basidiomycota)

(z.B. Echter Hausschwamm, Serpula lacrymans)
m Schlauchpilze (Ascomycota)

(typischer Schwarzepilz: Chaetomium globosum)
m Jochpilze (Zygomycota)

(z.B. Képfchenschimmel Mucor sp., Rhizopus sp.)
m Imperfekte Pilze (Deuteromycota/Fungi imper-

fecti) (z. B. Aspergillus sp.)
m Planosporen (Mastigomycotina)

(typ. Erreger von Pflanzenkrankheiten)

2.2.1 WACHSTUM UND VERMEHRUNG

Pilze setzen sich aus drei wesentlichen Bestandtei-
len zusammen: Sporen (Konidien), Myzel und Frucht-
korper. Die Vermehrung der Pilze erfolgt in der Regel
durch Sporulation, d.h., der Pilz gibt eine Vielzahl
von Sporen (griech. Sporos = Samen, Keim, Saat) an
die Luft ab. Die Entwicklung der Schimmelpilze ist je
nach Art unterschiedlich und lauft in zwei Phasen ab.

1. WACHSTUMSPHASE

In dieser Wachstumsphase sind die Pilze oft nicht
fiir das menschliche Auge sichtbar. Die Sporen
keimen auf geeigneten Materialien aus und bilden

eine Keimhyphe. Diese verzweigt sich schnell
kreisformig und mit anderen Hyphen zusammen

bildet sie ein komplexes Hyphennetz aus fadenfor-

migen Zellen, das Pilzmyzel (Abb. 2.2.1.1). Das Myzel
bedingt eine Materialanhaftung und dient dem
Transport von Néhrstoffen und der Vermehrung.

2. VERMEHRUNGSPHASE

Unter optimalen Bedingungen werden schon nach
wenigen Tagen Sporentrdger bzw. Fruchtkdrper
gebildet. Die Fruchtkdrper sind bei den Pilzen oft
sichtbar (z.B. Schimmel auf dem Brot).

@J. 2.2.14a, b:

Luftkeimsammlung
auf|Caso-Agar aus
Liiftungskanal mit Asp.
sp./ Mikrokokken,

Bacillus spp., Staphylo-
kokken, Corynebacteri-

um spp., Camamonas

acidovorans, Sphingo-
monas paucimobilis,
Flavimonas oryzihabi-
tans (a) und Konidiophor
von Asp. fumigatus (b)
(Quelle: Blei-Institut).
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temenge iibersteigt den Feuchtestrom infolge von
Wasserdampfdiffusion um ein Vielfaches. Dement-
sprechend hoch ist auch das Gefdhrdungspotenzial
der durch Feuchtekonvektion provozierten Tauwas-
serbildung im Bauteilinneren.

Wasserdampfkonvektion ist der Transport von
wasserdampfhaltigem Gasgemisch (Luft) durch
Stromung und entsteht durch drtliche Temperatur-
gefélle. Durch Wasserdampfkonvektion kann inner-
halb kurzer Zeit das 10fache an Dampf gegeniiber
Wasserdampfdiffusion transportiert werden.

Warme, feuchte Raumluft kann Giber Undichtig-
keiten in die Ddmmung stromen, wenn die Luft-
dichtung vor der Warmedammung nicht fachge-
recht verklebt wurde oder ein Riss vorhanden

+20 °C

Selbst bei sorgfaltig verklebter Luft- und Wind-
dichtung kann es zu Tauwasser infolge von
Wasserdampfkonvektionen kommen. Liegt der
Dammstoff nicht liickenlos an den umgebenden
Bauteilen an, bilden sich aufgrund der ther-

3.1.3 OBERFLACHENFEUCHTE

Mit Oberflaichenfeuchte bezeichnet man die rela-
tive Luftfeuchte unmittelbar an der Oberfliche
eines Materials, z.B. eines Baustoffes. Ist der Bau-
stoff kalter als die Raumluft (wenn es sich um ein
AuBRenbauteil handelt z.B. wegen schlechter War-
meddmmung), kommt es unmittelbar an seiner

Um Tauwasserbildung in AuBenwénden zu vermei-
den, darf von der warmen Seite (meist innen) nicht
mehr Wasserdampf in das Bauteil eindringen, als
auf der kalten Seite wieder zur Aulenluft entwei-
chen kann. Insgesamt sollten die Schichten so
angeordnet werden, dass die Wasserdampfdiffusi-
onszahlen von innen nach aulen zunehmen und
dementsprechend die Wasserdampfdurchlasswi-
derstdnde abnehmen. Eine weitere Madglichkeit
der Verhinderung von Kondensat ist das Anbringen
einer Feuchtigkeitssperre, durch die eine Diffusion
von Feuchtigkeit in den Baukdrper verhindert wird.

Winddichtung
Kondensat
Luftdichtung
Leckage

ist. Mit zunehmender Abkiihlung der Luft kann
der in ihr enthaltene Wasserdampf im Bauteil
als Tauwasser anfallen.

Winddichtung
Kondensat
Luftdichtung

mischen Unterschiede Luftstromungen, soge-
nannte konvektive Warmebriicken. An der kalten
Unterseite der Winddichtung kann es zu einer
Tauwasserbildung kommen.

Oberflache zu einer Abkiihlung der Luft, wodurch
die Oberflaichenfeuchte hoher werden kann als
die Raumluftfeuchte. Steigt die Oberflachenfeuch-
te fiir einen langeren Zeitraum auf einen Wert
oberhalb von 70%, kann sich mikrobieller Befall
einstellen.

3.1.4 FEUCHTEGEHALT VON BAUSTOFFEN
(BAUFEUCHTE, AUSGLEICHSFEUCHTE)

Ein hygroskopisches Material (Hygroskopie ist die
Eigenschaft, Feuchtigkeit aus der Umgebung auf-
zunehmen) ist stets bestrebt, mit der umgebenden
Luft ein Feuchtegleichgewicht einzustellen. Jeder
Baustoff besitzt seine ihm eigene Ausgleichsfeuchte,
die in Gewichtsprozent angegeben wird. Das Vor-
handensein von Wasser im Material bewirkt einen
Wasserdampfdruck auf der Materialoberflache.
Wenn dieser Wasserdampfdruck dem Dampfdruck
der umgebenden Luft entspricht, steht das Material
im Feuchtegleichgewicht mit seiner Umgebung. Je-
der Unterschied im Wasserdampfdruck zwischen
Material und umgebender Luft bewirkt einen Was-
seraustausch und damit eine Anderung des Was-
sergehalts des betreffenden Materials, bis das
Feuchtegleichgewicht wieder erreicht-ist. Diese
Ausgleichsfeuchte erreicht der Baustoff bei gleich-
bleibenden klimatischen Bedingungen {iber eine
ldngere Zeitspanne.

Ein Hilfsmittel zur Bestimmung der Ausgleichsfeuch-
te des Baustoffs sind die Sorptionsisothermen. In

einer Sorptionsisotherme sind die jeweiligen Werte
der Ausgleichsfeuchte eines bestimmten Baustoffs
in Abhéngigkeit von der relativen Luftfeuchte gra-
fisch dargestellt. Das sorptive Gleichgewicht (Aus-
gleichsfeuchte) zwischen dem Baustoff und seiner
Umgebung stellt sich mit der Zeit auf natiirliche
Weise ein.

Wasser hat in jedem Baustoff eine andere Wirkung.
Deshalb ist jeder Baustoff und jedes Bauteil des
Bauwerks gesondert zu betrachten. Jedes der mit-
einander kombinierten Materialien im Bauteil rea-
giert unterschiedlich auf Feuchtigkeit. Einige Bau-
stoffe nehmen eindringendes Wasser sehr gut auf,
andere haben eine sperrende Wirkung. Gleichzei-
tig verlieren einige Baustoffe ihre urspriinglichen
Eigenschaften, wie z.B. Tragfahigkeit, DAmmung
und Schallschutz. Sofern die Baustoffe z. B, wegen
eines Wasserschadens eine erhdhte Feuchtigkeit
aufweisen, ist eine durchgéangige Trocknung aller
betroffenen Bauteile dringend erforderlich.

3.1.5 FEUCHTETRANSPORT DURCH DIFFUSION/KAPILLARWIRKUNG

Unter Diffusion wird ein physikalischer Prozess ver-
standen, der zu einer gleichméaRigen Verteilung von
Teilchen (geloste Stoffe und Gase) fiihrt, da diese
Stoffe das Bestreben haben, ein Konzentrations-
gleichgewicht herzustellen. Diffusion beruht auf
der thermischen Eigenbewegung dieser Teilchen.

Wasserdampfdiffusion ist die Bewegung von Was-
serdampf aufgrund von Konzentrations- bzw. Dampf-
druckgefélle. Der Wasserdampfgehalt und die
Temperatur der Luft bewirken einen bestimmten
Dampfdruck. Da der Dampfdruck im Freien und im
Geb&udeinneren meist unterschiedlich groB ist, hat
er das Bestreben, sich zwischen auflen und innen
auszugleichen. Der Wasserdampf diffundiert durch
das Bauteil hindurch. Da jeder Baustoff dem Was-
serdampf einen unterschiedlichen Widerstand ent-
gegensetzt, muss dies in der Betrachtung des
Raumklimas beriicksichtigt werden. Hierzu wird die
Wasserdampfdurchlassigkeit von verschiedenen

Baustoffen gemessen. Diese Messung wird ent-
sprechend den Vorgaben der DIN 52615 bzw. der
DIN EN IS0 12572 durchgefiihrt.

Wird die Feuchtigkeit am Austritt aus dem Bauteil
gehindert, kdnnen Schaden in Form von Tauwasser-
ausfall auftreten:

m Kondensation in der Hinterliiftungsebene:
Dabei schldgt sich feuchte, warme Luft als
Kondensat an der kalten AuBenflache der
Konstruktion nieder.

m Oberflichenkondensation: Hier wird die kriti-
sche Oberflichentemperatur an der Innenseite
des AuRenbauteils unterschritten, so dass
dort Kondensat anfillt.

m Kondensation im Inneren einer Konstruktion:
Im Inneren einer Konstruktion fallt Kondens-
wasser aufgrund der ungiinstigen Schichtenfolge
(Wéarmedammung zur Rauminnenseite) aus.
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Tabelle 5.2.1.3.1:
Anzeigewerte in Digits
in Abhéngigkeit von der
Material-Rohwichte
(Gann Mess- und
Regeltechnik GmbH,
2010).
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FEUCHTEMESSUNG DURCH ELEKTRISCHEN
WIDERSTAND

Die Feuchtemessung durch elektrischen Wider-
stand ist ein Verfahren, bei dem die elektrische Leit-
fahigkeit des Baustoffes gemessen wird. Mdglich
ist dies, da sich der elektrische Widerstand eines
Feststoffes in Abh&ngigkeit von seinem Feuchte-
gehalt verdndert. Diese Unterschiede werden als
Messergebnis in der Einheit Digits dargestellt. Je-
doch muss im Einzelfall immer das jeweilige Bau-
material in die Betrachtung einbezogen werden,
die Hersteller dieser Gerate liefern diesbeziiglich
Umrechnungstabellen. Grundsétzlich dient die Me-
thode der flichenmaBigen Eingrenzung eines
Feuchteschadens. Das Verfahren findet insheson-
dere bei mineralischen Baustoffen wie Putz, Est-
rich und Mauerwerk und bei Holz Anwendung.

eﬂs/sgwét;i\s\t in de mit je zwei unter-
schie I/icbr Iangen\Messspitzen E/IektroEer) ausge-
stattet,/die\gntsprei;hend der Tiefe des zu mes-
sende“‘n Bauteils paﬂarweise eiﬁgesetzt werden

Fiir Ti fenm%ssung% iber 40 mm wird die Wider-

stands‘messmethode‘ mit Elektroden bis 250 mm
Lénge\ange()vandt. Die Messspitzen werden mit
einem Abstand von‘ca. 5 ¢cm in die zu messende

Fldche eingebracht. Ist die Fliche trocken, weist

die Holztemperatur und die unterschiedlichen Inhalts-
stoffe der einzelnen Holzarten beeinflusst. Zur Er-
zielung praziser Messergebnisse ist es erforderlich,
diese Einfliisse gerdtetechnisch zu beriicksichtigen.
Dafiir wurden spezielle Holzfeuchte-Messgeréte
mit Holzsorten-Einstellung und Temperaturkompen-
sation entwickelt. Technischer Standard ist eine
vierstufige Holzsorten-Korrektur mit Temperatur-
kompensation von —10 °C bis +90 °C. Eine weitere
Verbesserung der Messgenauigkeit wird mit Mess-
gerdten durch Vorgabe einer artspezifischen Eich-
kurven-Kennziffer fiir jede Holzart erreicht.

DIELEKTRISCHES FEUCHTEMESSGERAT,

HOCHFREQUENZVERFAHREN

Mit dem Hochfrequenzverfahren |st ine erste Ein-

schétzung der Feuchtigkeit v n Baumaterialien als

Ohecﬂattj" nmessung mogli s dient ausschlieBlich
ur grob h/rlfestlegun\d\vo partiellen Durchfeuch-

Lngsberei/cheﬁ\und ist keine Protokol messung.

—~ N

as Messgerét ist mit einer Sonde (dielektrischer
euchtigkeitssensor) ausgestattet. Die Messung
essprinzip des kapazitive

as Messfeld bildet sich zwischen der Sonde und

D
F
beruht auf dem
D
d

er Oberfliche des Baustoffes Sns, wenn die Sonde

sie einen hohen elektrischen Widerstand auf, d.h.,
ein angelegter schwacher Strom kann kaum flie-
urchfeuchtete Flachen hingegen haben auf-
grund des enthaltenen Wassers einen geringen
elektrischen Widerstand. Ein angelegter Schwach-
strom kann im Vergleich somit deutlich flieBen.

SONDERFALL HOLZFEUCHTE
Die elektrische Leitfahigkeit des Holzes wird durch

senkrecht auf die Oberflache trifft. Die Verédnde-
rung des elektrischen Feldes durch Material und
Feuchte wird erfasst und digital angezeigt (0-199 DG
= Digits). Die Einheit Digits beschreibt lediglich
grobe Feuchtigkeitshereiche, wie sie in Tab. 5.2.1.3.1
abgebildet sind.

Die Messung ist eine relative Messung, d.h., es wird
der Unterschied zwischen dem trockenen und dem

MATERIALFEUCHTIGKEITSGRAD

Holz Trocken
Feucht

Wohnraum-Mauerwerk

Feucht

Kellerraum-Mauerwerk

Feucht

DIGITS

25-40

80140

Trocken 25-40 Tabelle 5.2.1.3.2:
100—-150 Orientierungshilfe zur
Trocken 60—80 Materialfeuchte (Gann
100-150 Mess- und Regeltechnik

GmbH, 2010).

Entsprechende relative Luftfeuchte

—---B0-------- 90-------- 95- - -100% r.F

Anzeige in Digits

ROHWICHTE Sehr Normal- Halb- Feucht Sehr feucht Nass
KG/m3 trocken trocken trocken

bis 600 10-20 20-40 40-60 60-90 90-110 tiber 110
600-1.200 20-30 30-50 50-70 70-100 100-120 tiber 120
1.200-1.800 20-40 40-60 60—80 80-110 110-130 tiber 130
iiber 1.800 30-50 50-70 70-90 90-120 120-140 tiber 140

feuchten Baustoff angezeigt. Tab. 5.2.1.3.2 zeigt

den Feuchtigkeitsgrad in
unterschiedlichen Materi

MESSUNG NACH

FEUCHTIGKEITSAUSGLE
Die Messung nach dem
prinzip ist die Messung

Digits in Abhangigkeit von
alien.

ICHSPRINZIP
Feuchtigkeitsausgleichs-
der relativen Luftfeuchte

im Bauteil, ausgedriickt injmﬂm;LPrgzentwe\rt. Das
) N
I\,/’ﬁessverfahrgn ist zur Feststellung des Feuchtege-

haltes aller Bauteile geeignet. Insbesondere sind

T\ik‘efenme\s‘\sun\gen im B
Das Messgerét ist mit e
(stabférmige. Elektrode) a
Bohrloch bis in die gewil
éingefﬁh‘rt,wir'd, um gibrt
keit zu messen. Die Mes

auteilquerschnitt iiblich.
nem Fe chtigl{eitssenjer
Jsgestat;et, deqdurch ‘

nschte Tiefe des Bauteils
die relative fuftfeuc/hﬁg-
sung nach dem Feuchtig-

in

keitsausgleichsprinzip erfolgt idealerweise dann,
wenn der zu messende Baustoff im Feuchtegleich-
gewicht mit der umgebenden Luft steht. Das heif3t,

zwischen Bohren und Messen ist eine Ruhezeit

von einigen Minuten einz
Bohren erwarmte Bohrlo

uhalten, bis sich die beim
chwandung wieder abge-

kiihlt und sich der Gleichgewichtszustand zwischen
der Temperatur und der relativen Luftfeuchte im
Baustoff und im Sensor eingestellt hat. In der Regel
gilt, dass die Sonde in der Luft nach ca.5 Minuten
und in einem Bohrloch nach etwa 15 Minuten den

Gleichgewichtszustand anzeigt. Es ist wichtig, dass
die relative Feuchte in Innenrdumen dort gemes-
sen wird, wo die Temperatur so nah wie mdglich an

Jﬂﬂurchse ni ratu rjﬂsﬂaﬂjmyesrrliegt.\

NEUTRONENSONDE N
Die N;‘éutronen onde (Abb. 5.2.1.3.2) wird einge-

\\

Ing einer zerstérungsfreien
d erforderlich ist bzw. an-
ne eindeutigen Ergebnisse

nde findet Anwendung bei:

m Leckageortung an Flachdachern und Abwasser-
leitungen

m Leckageortung in FuBbodenkanélen und
Schéchten

m Analyse der Feuchtigkeitsverteilung in FuB-

bdden und Flachdachern zur Abgrenzung von

Abb.5.2.1.3.2:
Neutronensonde zur
Leckageortung.
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6.1.9.3 DAMMMATERIALIEN

POLYSTYROL

Polystyrol (PS) ist ein weit verbreiteter thermoplas-
tischer Massenkunststoff. Je nach Herstellungsart Holzbalkenlagen ist auch hier die DIN 683800 zu be-
achten, aufgrund dessen ein vollstandiger Riickbau

wird zwischen dem weien und eher grobporigen

EPS (Expandiertes Polystyrol) und dem feinporigen
XPS (Extrudiertes Polystyrol) unterschieden. Poly-

styrol wird erst nach einer langen Durchfeuch-

tungsphase von Schimmelpilzen durchwachsen. In

der Regel ist eine Trocknung oder Desinfektion mit

Mitteln auf Wasserstoffperoxidbasis moglich. Bei
einer starken sichtbaren Myzelbildung oder geruchs-

intensiven Wahrnehmung wird ein Austausch emp-

fohlen.

MINERALFASERN

Mit biologischen Arbeitsstoffen kontaminierte Mi-

neraoniIe it generell stauhumauszubauen und
zu entsorgen da EII'}E Reinigung bzw Desmf\tlon

pleser Materlg ien nicht mdglich |st

AN

PERLITE

Wenn es zu kelner \sta
Scﬁuttuhg un\j nach nn
zu keiner Uberschreltun

ken Verschmutzung J
schlieBender Trocknung
g der Scha+|§chutzwerte

SCHLACKEN
Schlacke ist gut zu trockne

maglich sein kann.

LEHMSCHUTTUNGEN, -WIC

n, bei Fehlboden mit

KEL

Bei einem hohen Durchfeuchtungsgrad wird in der

Regel eine technische Trockn

ung des Lehmes nicht

mdglich sein. Da eine natiirliche Trocknung zu viel
Zeit in Anspruch nehmen wiirde und in Verbindung

mit zellulosehaltiger Bausubstanz die Gefahr durch

einen Befall mit holzzerstérenden Pilzen oder Insek-

ten gegeben ist,

wird grundsétzlich ein Riickbau

empfohlen.

REASE N
Unterschieden wird zwische
wobei im-Wandbereich ein

glinstiger und schneller zum

4/ RN
n Flocken und Fasern,
Ausbau oft, kosten-
Sanierungsziel fiihrt.

Bestimmte Fasern wie Kokos sind resistenter gegen-

{iber Feuchtigkeit und verlie
ndssung nicht an Volumen
durch den Hersteller, z.B.

ren bei kurzer Durch-
Eine Impragnierung

mit Ammoniumsalzen,

im Unterdruglgmogﬂlch. verstérkt die Haltbarkeit von D&mmmaterialien. ~__

kommt ist eine Sgn(erung

Abb.6.1.9.3.1:
Demontage befallener

Dammstoffe.
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